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DESCRIPCION
lluminacién LED

Antecedentes de la invencion

1. Campo de la invenciéon

La presente invencion se refiere a una iluminacion LED, en particular una iluminacion LED con una pluralidad de
aletas de disipacion de calor.

2. Descripcion de la técnica convencional

En general, las iluminaciones LED y las luces que utilizan LEDs (Diodos Electro-Luminiscentes) como fuentes de luz.
Las iluminaciones LED se utilizan cada vez mas debido a su larga duracion y a su gran eficiencia energética.

Las iluminaciones LED pueden generar, en uso, un calor intenso y pueden estar equipadas con un modulo de
disipaciéon de calor para disipar el calor intenso. EI médulo de disipacion de calor puede incluir unas aletas de
disipacion de calor y una pluralidad de aletas de disipacion de calor pueden estar dispuestas en una iluminacion
LED.

En las iluminaciones LED, la capacidad de disipacién de calor de un moédulo de disipacion de calor puede depender
del nimero de LEDs y del brillo de los LEDs y se necesita instalar unos médulos de disipacion de calor que ofrezcan
una capacidad de disipacién de calor 6ptima.

El documento US 2008/0043479 A1 se refiere a una estructura de ensamblaje para una lampara de carretera LED y
a un modulo de disipacion de calor. La lampara de carretera LED incluye una placa divisoria, una carcasa superior,
una lente de transmisién de luz y un conjunto de lamparas LED. La lampara superior de la lente de transmision de
luz estan dispuestas sobre los lados superior e inferior de la placa divisoria. EIl mddulo de disipacion de calor incluye
un cuerpo de disipacion de calor, un tubo térmico y una placa isotérmica; el cuerpo de disipacion de calor esta
dispuesto en un espacio cerrado por la placa divisoria y por la carcasa superior, y el tubo térmico presenta un
extremo de descarga de calor que pasa a través de y que conecta la placa divisoria y el cuerpo de disipacion de
calor y un extremo de recepcion de calor que forma el fondo de la placa divisoria.

Sumario de la invenciéon

Un objeto de la presente invencion es proporcionar una iluminacion LED que pueda controlar la capacidad de
disipacion de calor de un modulo de disipacion de calor.

Otro objeto de la presente invencion es proporcionar una iluminacion LED con gran fiabilidad.

Una iluminacion LED de acuerdo con la presente invencion incluye: las caracteristicas técnicas de la reivindicacion
1.

Unos montantes pueden ser fijados a la montura superior por unos medios de sujecion.
Los montantes pueden estar dispuestos verticalmente a lo largo entre la montura superior y la placa base.
La porcion inferior de los montantes pueden ser fijados a la placa base.

Las alturas de la porcién de disipacion de calor y el montante pueden ser proporcionales al nimero de las aletas de
disipacion de calor.

Unos agujeros pasantes a través de los cuales pasan los medios de sujecion pueden estar formados en una
cualquiera de las monturas superiores y las monturas inferiores, y unos agujeros oblongos a través de los cuales
pasan los medios de sujecion, y que son verticalmente mas largos que los agujeros pasantes, estan formados en la
otra.

La montura superior puede incorporar una placa superior y unas placas laterales que se incurvan hacia debajo de la
placa superior, la montura inferior puede incorporar una placa de fondo y una placa lateral que se incurva hacia
arriba desde la placa de fondo, y uno de los agujeros oblongos y los agujeros pasantes pueden estar formados en
las placas laterales de la montura superior y la otra puede estar formada en las placas laterales de las monturas
inferiores.

Al menos un agujero de disipacion de calor puede estar formado en la placa superior.

La montura superior puede presentar una pluralidad de placas laterales y el nUmero de monturas inferiores puede
ser el mismo que el nimero de las placas laterales de la montura superior.
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La iluminacién LED puede ademas incluir un convertidor dispuesto sobre la montura superior y conectado con el
modulo LED mediante un cable.

La montura superior puede incorporar un agujero pasante para un cable a través del cual pase el cable.
Un separador que separe las aletas de disipacion de calor puede estar formado en la porcién de disipacién de calor.

Unos soportes de los tubos térmicos sobre la placa base pueden estar formados de manera integral en la placa
base.

La porcién remachada puede sobresalir en direccion opuesta al médulo LED.

Ademas, la iluminacion LED de acuerdo con la presente invencion puede también incluir: una placa base; un moédulo
LED dispuesto por debajo de la placa base; una pluralidad de tubos térmicos que presenten una porcion de
absorcién de calor que esté en contacto con la placa base y una porcién de disipacion de calor que se incurve desde
la porcion de absorcién de calor; una pluralidad de aletas de disipacion de calor separadas entre si sobre las
porciones de disipacion de calor; una montura superior sujeta a un dispositivo de suspension; y unas monturas
inferiores sujetas a la placa base y sujetas a la montura superior con la altura ajustable.

Los agujeros pasantes a través de los cuales los medios de sujecion pasan, pueden estar formados en una
cualquiera de las monturas superiores y las monturas inferiores, y los agujeros oblongos a través de los cuales los
medios de sujecion pasan, y que son verticalmente mas largos que los agujeros pasantes, pueden estar formados
en la otra.

La posicion de los medios de sujecion que pasan a través de los agujeros oblongos puede depender de las aletas de
disipacion de calor.

La distancia entre el extremo superior del agujero oblongo y el medio de sujecion puede ser proporcional al niumero
de aletas de disipacién de calor.

La montura superior puede incorporar una placa superior y unas placas laterales que se incurven hacia abajo desde
la placa superior. La montura inferior puede incorporar una placa de fondo y una placa lateral que se incurve hacia
arriba desde la placa de fondo. Uno de los agujeros oblongos y los agujeros pasantes pueden estar formados en las
placas laterales de la montura superior y el otro puede estar formado en las placas laterales de las monturas
inferiores.

Al menos un agujero de disipacion de calor puede estar formado en la placa superior.

La montura superior puede incorporar una pluralidad de placas laterales y el nUmero de monturas inferiores puede
ser el mismo que el nimero de placas laterales de la montura superior

Asi mismo, una iluminacién LED de acuerdo con la presente invencion puede incluir: una placa base; un moédulo
LED dispuesto por debajo de la placa base; una pluralidad de aletas de disipacion de calor; y unos tubos térmicos
que incorporen una porcion de absorcion de calor que esté en contacto con la placa base y una porcion de
disipacién de calor que esté en contacto con las aletas de disipacion de calor, en la que un separador que separe las
aletas de disipacion de calor esté formado en la porciéon de disipacion de calor.

El separador puede estar dispuesto entre las aletas de disipacion de calor, sobre el lado exterior de la porcion de
disipacion de calor.

El separador puede ser un anillo.
El separador puede ser una porcion revestida de acrilo.

La porcion de disipacion de calor puede incorporar un area de contacto de aleta de disipacion de calor que esté en
contacto con la aleta de disipacion de calor y un area de formacion de un separador en la que el separador esté
formado sin estar en contacto con la aleta de disipacién de calor.

Asi mismo, una iluminacién LED de acuerdo con la presente invencion puede incluir; una placa base; un moédulo
LED dispuesto por debajo de la placa base; unas aletas de disipacion de calor; unos tubos térmicos que presenten
una porcion de disipacion de calor que esté en contacto con la placa base y una porcion de disipacion de calor que
esté en contacto con las aletas de disipacion de calor; y unos soportes de los tubos térmicos que al menos
parcialmente cubran las porciones de absorcion de calor, en la que las porciones remachadas que fijan los soportes
de los tubos térmicos a la placa base estén formados de manera integral en la placa base.

La porcién remachada puede sobresalir en direccion opuesta al médulo LED.
La porciéon remachada puede sobresalir con un escalén desde la parte superior de la placa base.

La porciéon remachada puede cubrir una porcion de la parte superior del soporte de tubos térmicos.
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Las porciones remachadas pueden estar separadas en la direccion paralela con la direcciéon de la longitud de los
soportes de los tubos térmicos.

La placa base puede presentar un espacio con la parte superior y el lado cerrado en el fondo abierto, por debajo de
las porciones remachadas.

Asi mismo, una iluminacién LED de acuerdo con la presente invencion puede incluir: una placa base; un moédulo
LED dispuesto por debajo de la placa base, unas aletas de disipacion de calor; unos tubos térmicos que incorporen
una porcion de absorcion de calor que esté en contacto con la placa base y una porcion de disipacion de calor que
esté en contacto con las aletas de disipacion de calor; y cubriendo los soportes de los tubos térmicos al menos
parcialmente las porciones de absorcion de calor y que presentan unos agujeros pasantes, en la que las porciones
que pasan por los agujeros pasantes a través de los agujeros pasantes sobre la placa base y unas porciones
presionantes que presionan los soportes de los tubos térmicos sobre la placa base estan formados en las porciones
que pasan por los agujeros pasantes.

La porcion de paso de los agujeros pasantes puede sobresalir en direccion opuesta al moédulo LED.
La porcion de presion puede sobresalir en contacto con la parte superior del soporte de los tubos térmicos.

La porcién presionante puede sobresalir en paralelo con la parte superior de la placa base, por encima de la porcion
de base de los agujeros pasantes.

La porcion remachada puede presentar un escalén desde la parte superior de la placa base.
La porcidon presionante puede cubrir una porcién de la parte superior del soporte de los tubos térmicos.
La porcion presionante puede ser de mayor tamafio que el agujero pasante.

La placa base puede presentar un espacio con la parte superior y el lateral cerrados y el fondo abierto, por debajo
de la porcién de paso del agujero pasante.

Un procedimiento de fabricacién de una iluminacién LED de acuerdo con la presente invencion incluye: la formacion
de unos salientes mediante la presion de una porcién de una placa base con una prensa; la disposicion de los
salientes a través de los agujeros pasantes de los soportes de los tubos térmicos al tiempo que se asientan los
soportes de los tubos térmicos sobre la placa base; y el remache de los salientes presionandolos.

La presente invencion tiene la ventaja de que es posible cambiar la capacidad de disipaciéon de calor cambiando el
numero de aletas de disipacion de calor, esto es, es posible cambiar la capacidad de disipacién de calor de manera
sencilla cambiando el nimero de las aletas de disipacion de calor y sustituyendo los tubos térmicos y los montantes.

La presente invencion tiene la ventaja de que es posible fabricar diversos modelos con diferentes capacidades al
tiempo que se utiliza la montura superior, la placa base y el dispositivo de suspensién en comun.

La presente invencion tiene la ventaja de que es facil de controlar la altura de la iluminacion LED.

La presente invencion tiene la ventaja de que es posible impedir que se comben las aletas de disipacion de calor y
mantener el rendimiento elevado de la disipacion de calor.

La presente invencion tiene la ventaja de que es imposible impedir que el agua o sustancias extrafias sobre la parte
superior de la placa base fluyan hasta el interior del médulo LED a través de la porciéon en la que los soportes de los
tubos térmicos estan sujetos, el agua que fluye al interior del médulo LED en la mayor medida posible.

La presente invencion tiene la ventaja de que es posible sujetar los soportes de los tubos térmicos a la placa base
en un proceso simple.

La presente invencion tiene la ventaja de que es posible reducir al minimo la vibracién fijando a presién los tubos
térmicos.

La presente invencion tiene la ventaja de que no se requieren medios de sujecidon especificos para sujetar los
soportes de los tubos térmicos a la placa base y es posible reducir al minimo el niUmero de piezas.

Breve descripcion de los dibujos

La FIG. 1 es una vista en perspectiva que muestra una forma de realizacién de una iluminacién LED de
acuerdo con la presente invencion.

La FIG. 2 es una vista en perspectiva en despiece ordenado que muestra la forma de realizacién de la
iluminacion LED de acuerdo con la presente invencion.
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La FIG. 3 es una vista lateral de una forma de realizacién de la iluminaciéon LED de acuerdo con la presente
invencion con un pequefio nimero de aletas de disipacion de calor.

La FIG. 4 es una vista lateral de la forma de realizacion de la iluminacion LED de acuerdo con la presente
invencion con un gran numero de aletas de disipacion de calor.

La FIG. 5 es una vista en seccion transversal de tamafio ampliado que muestra un tubo térmico y unas aletas
de disipacion de calor de otra forma de realizacién de una iluminacion LED de acuerdo con la presente
invencion.

La FIG. 6 es una vista en planta de tamafio ampliado que muestra un soporte de tubos térmicos de otra forma
de realizacién de una iluminacién LED de acuerdo con la presente invencion.

La FIG. 7 es una vista en seccion transversal a lo largo de la linea C - C mostrada en la FIG. 6.

La FIG. 8 es una vista que ilustra un proceso de combinacion de una placa base y de un soporte de tubos d
calor de acuerdo con otra forma de realizacién de una iluminacién LED de acuerdo con la presente invencion.

Descripcién detallada de la forma de realizacion preferente

A continuacion, se describen formas de realizacion de la iluminacion LED de acuerdo con la presente invencion con
referencia a los dibujos que se acompanan.

La FIG. 1 es una vista en perspectiva que muestra una forma de realizacién de una iluminacién LED de acuerdo con
la presente invencién, la FIG. 2 es una vista en perspectiva en despiece ordenado que muestra la forma de
realizacion de una iluminacién LED de acuerdo con la presente invencion, la FIG. 3 es una vista lateral de la forma
de realizaciéon de una iluminacién LED de acuerdo con la presente invencidén con un pequefio nimero de aletas de
disipacion de calor, y la FIG. 4 es una vista lateral de la forma de realizacion de una iluminaciéon LED de acuerdo con
la presente invencion con un gran nimero de aletas de disipacion de calor.

La iluminacion LED incluye una palca base 2, un médulo 4 LED, un médulo 6 de disipacion de calor, y un dispositivo
de suspension 8.

El médulo 4 LED puede estar dispuesto sobre la placa base 2. El médulo 6 de disipacion de calor puede estar
montado sobre la placa base 2. El calor generado a partir del modulo 4 LED puede transferirse a la placa base 2 y el
calor que se transfiere a la placa base 2 puede ser transferido al médulo 6 de disipacion de calor y a continuacion
disipado a través del médulo 6 de disipacion de calor alrededor de aquél. La carga del médulo 4 LED y la carga del
modulo 6 de disipacion de calor pueden ser aplicadas a la placa base 2 y la carga de la placa base 2 puede ser
aplicada al dispositivo de suspension 8.

El mddulo 4 LED puede estar dispuesto por debajo de la placa base 6. EIl médulo 4 LED puede estar dispuesto para
poder irradiar luz hacia abajo. El médulo 4 LED pude estar sujeto a la placa base 2 por unos medios de sujecion.
Los medios de sujecion resefiados en la presente memoria pueden incluir pernos y tuercas que estén sujetos por
rosca a los pernos y pueden incluir unos tornillos que estén sujetos por rosca a los hilos de rosca formados en un
material de base. El médulo 4 LED puede ser soportado sobre la placa base 2 y la carga del médulo 4 LED puede
ser aplicada a la placa de base 2. El médulo 4 LED puede incluir una placa superior metalica, una PCB sobre el
fondo de la placa superior, y una pluralidad de LEDs dispuesta en una formacién de puntos sobre la PCB. La placa
superior del médulo 4 LED puede funcionar como placa de disipacion de calor que absorba y transmita el calor de la
PCB al médulo 6 de disipacion de calor. La placa superior del médulo 4 LED puede estar formada como una placa.
La placa superior del médulo 4 LED puede quedar sujeta a la placa base 2 por unos medios de sujecion.

La iluminacion LED puede también incluir una ventana 41 de transmisién de luz y una junta 42 que rodee la ventana
41 de transmision de luz. La iluminacién LED puede ademas incluir una cubierta 44 delantera fijada de manera
separable a la placa base 2. La ventana 41 de transmision de luz puede ser una lente que transmita la luz irradiada a
partir de los LEDs. La ventana 41 de transmision de luz puede estar fijada alrededor de la junta 42. La junta 42
puede tener forma de anillo. La junta 42 puede estar dimensionada para rodear el borde el médulo 4 LED y puede
impedir que el agua o sustancias extrafias fluyan por dentro del médulo 4 LED. La junta 42 puede asentarse y ser
soportada sobre la cubierta 44 delantera. La cubierta 44 delantera puede incorporar una placa de fondo con un
agujero de luz en el centro sobre el cual se asiente la junta 42. La cubierta 44 delantera puede presentar un borde
que se incurve desde la placa de fondo y que rodee la junta 42. La cubierta 44 delantera puede ser fijada / separada
a/ de la placa base 2. Un gancho 46 puede estar formado en un elemento entre la cubierta 44 delantera y la placa
base 2 y un agujero 47 para el gancho donde el gancho 46 es elasticamente fijado / separado puede estar formado
en el otro.

El médulo 6 LED puede estar dispuesto sobre la placa base 2. La carga del médulo 6 de disipacion de calor puede
ser aplicada a la placa base 2. El médulo 6 de disipaciéon de calor puede absorber el calor de la placa base 2 y
disiparlo a la atmoésfera. EI moédulo 6 de disipacion de calor puede incluir unos tubos 62 térmicos que reciban el calor
de la placa base 2 y unas aletas 64 de disipacion de calor que reciban el calor procedente de los tubos 62 térmicos y
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que lo disipen a la atmoésfera. En el médulo 62 de disipacion de calor, los tubos 62 térmicos pueden estar dispuestos
en la placa base 2 y las aletas 64 de disipacion de calor pueden estar dispuestas en los tubos 62 térmicos.

Los tubos 62 térmicos presentan una porcion 66 de absorcidon de calor que esta en contacto con la placa base 2 y
una porcién 68 de disipacion de calor que esta en contacto con las aletas 64 de disipacion de calor. La porcion 66 de
disipacion de calor y la porcion 68 de disipacion de calor pueden estar formadas de manera integral. La porcion 68
de disipacion de calor puede incurvarse a partir de la porcién 66 de absorcién de calor. La porcion 68 de disipacion
de calor puede ser perpendicular a la porcion 66 de absorciéon de calor. La porcién 66 de absorcion de calor puede
estar horizontalmente dispuesta sobre la placa base 2 y la porcion 68 de disipacion de calor puede estar
verticalmente dispuesta por encima de la placa base 2. El tubo 62 térmico puede incorporar un espacio en el que un
fluido de trabajo fluya, y el fluido de trabajo puede elevarse hasta la porcion 68 de disipacion de calor mediante la
evaporacion en la porcién 66 de absorcion de calor y puede descender hasta la porcion 66 de absorcion de calor
enfriandose en la porcion 68 de disipacion de calor. El tubo 62 térmico puede ser redondeado en la unioén de la
porcién 66 de absorcion de calor y la porcion 68 de disipacion de calor. El moédulo 6 de disipacion de calor puede
incluir una pluralidad de tubos 62 térmicos. Los tubos 62 térmicos pueden estar separados entre si. Los tubos 62
térmicos pueden estar separados horizontalmente por encima de la placa base 2. Los tubos 62 térmicos pueden
estar fijos con las aletas 64 de disipacion de calor. Las aletas 64 de disipacion de calor pueden estar fijas con las
porciones 68 de disipacién de calor de los tubos 62 térmicos. Cuanto mas elevada sea la porciéon 68 de disipacion de
calor, tanto mas el médulo 6 de disipacién de calor puede incluir los tubos 62 térmicos. La altura de la porcién 68 de
disipaciéon de calor puede ser proporcional al nimero de las aletas 64 de disipacion de calor dispuesta sobre los
tubos 62 térmicos. Cuanto mayor sea el numero de las aletas 64 de disipacion de calor mayor puede ser la altura de
las porciones 68 de disipacion de calor, y cuanto menor sea el nimero de las aletas 64 de disipacion de calor
dispuestas sobre las porciones 68 de disipacion de calor menor puede ser la altura.

En la porcion 66 de absorcion de calor y la porcion 68 de disipacion de calor del tubo 62 térmico, la porcion 66 de
absorcion de calor puede estar sujeta a la placa base 2. La porcién 66 de absorcion de calor puede estar instalada
sobre la placa base 2 mediante un material adhesivo, como por ejemplo un adhesivo. La porcion 66 de absorcion de
calor puede estar instalada sobre la placa base 2 mediante el soporte 70 de los tubos térmicos. El soporte 70 de los
tubos térmicos puede cubrir al menos una porcién 66 de absorcién de calor y el tubo 62 térmico puede estar fijo con
al menos una porcidn de la porcién 66 de absorciéon de calor entre la placa base 2 y el soporte 70 de los tubos
térmicos. La porcion 66 de absorcion de calor puede ser insertada y fijada entre el soporte 70 de los tubos térmicos
y la placa base 2. La porcion 66 de absorcion de calor puede ser extraida de entre el soporte 70 de los tubos
térmicos y la placa base 2. El soporte 70 de los tubos térmicos puede rodear una porcion de la porcion 66 de
absorcion de calor del soporte 70 de los tubos térmicos. El soporte 70 de los tubos térmicos puede estar sujeto a la
placa base por unos medios de sujecion. El soporte 70 de los tubos térmicos puede estar sujeto a una porcion de
sujecion que sobresalga de manera integral desde la placa base 2.

La aleta 64 de disipacion de calor puede estar dispuesta sobre el tubo 62 térmico. La aleta 64 de disipacién de calor
puede estar dispuesta sobre la porcion 68 de disipacion de calor del tubo 62 térmico. Las aletas 64 de disipacion de
calor pueden estar dispuestas y ser soportadas sobre una pluralidad de tubos 62 térmicos. El médulo 6 de disipacion
de calor puede incluir una pluralidad de aletas 64 de disipacion de calor. Las aletas 64 de disipacién de calor pueden
estar dispuestas sobre las porciones 68 de disipacion de calor. Las aletas 64 de disipacién de calor pueden estar
separadas entre si sobre las porciones 68 de disipacién de calor. Las aletas 64 de disipacion de calor pueden estar
separadas verticalmente entre si sobre las porciones 68 de disipacién de calor. En el médulo 6 de disipacion de
calor, las aletas 64 de disipacion de calor pueden estar separadas verticalmente entre si sobre los tubos 62 térmicos
horizontalmente separadas entre si. Las aletas 64 de disipacion de calor pueden estar acopladas sobre las
porciones 68 de disipacion de calor. Un agujero de fijacion del tubo térmico puede estar formado en las aletas 64 de
disipacion de calor. Una pluralidad de agujeros de fijacion del tubo térmico pueden estar formados en cada una de
las aletas 64 de disipacion de calor y el nimero puede ser el mismo que el numero de los tubos 62 térmicos
dispuestos sobre la placa base 2. En el tubo 62 térmico, las porciones 68 de disipacion de calor pueden combinarse
con las aletas 63 de disipacion de calor mediante su acoplamiento secuencial dentro de los agujeros de fijacion del
tubo térmico en las aletas 64 de disipacion de calor.

El dispositivo de suspension 8 puede ser un miembro para instalar una iluminacién LED que esté dispuesto para el
montaje de una iluminacién LED sobre el techo o sobre una pared de una habitacion. El dispositivo de suspension 8
puede quedar sujeto al menos un elemento entre la placa base 2 el médulo 6 de disipacion de calor y una montura
90 superior, que se describe mas adelante, y puede soportar la carga de la iluminacion LED. El dispositivo de
suspension 8 puede proteger al menos una porcién de un convertidor 110 que se describira mas adelante. El
dispositivo de suspension 8 puede incluir un anillo 82 y un protector 84 del convertidor. El protector 84 del
convertidor puede presentar una placa 86A superior, una primera placa 86B lateral que se incurve desde la placa
86A superior hasta un lado del convertidor 110, y una segunda placa 86C lateral que se incurve desde la placa 86A
superior hasta el otro lado del convertidor 110. El anillo 82 puede estar dispuesto sobre la placa 86A superior. Un
soporte 87 de cable redondeado para rodear una porcion de un cable 112 que conecta el convertidor 110 y el
modulo 4 LED puede formarse en el protector 84 del convertidor. El soporte 87 de cable puede estar formado en al
menos una placa entre la primera placa 86B lateral y la segunda placa 86C lateral. Una porciéon del cable 82 puede
estar fija y dispuesta entre el soporte 87 del cable y el convertidor 110 delantero. El dispositivo de suspensién 8
puede incluir una placa de fondo fijada a la montura 90 superior mediante unos medios de sujecion 88, que se
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describiran mas adelante. La placa de fondo puede incluir una primera placa 89 de fondo que horizontalmente se
incurve desde la primera placa 86B lateral y que esté fijada a la montura 90 superior mediante los medios de
sujecion 88, y una segunda placa 89B de fondo que horizontalmente se incurve desde la segunda placa 86C lateral
y esté fijada a la montura 90 superior por los medios de sujecion 88.

La iluminacién LED puede incluir la montura 90 superior. La iluminacién LED puede incluir unas monturas 100
inferiores sujetas a la placa base 2 y a la montura 90 superior. La montura 100 inferior puede estar sujeta a la
montura 90 superior con la altura ajustable. Los agujeros pasantes 94 a través de los cuales pueden pasar los
medios de sujecion 92 pueden estar formados en una cualquiera entre la montura 90 superior y la montura 100
inferior y los agujeros 96 oblongos a través de los cuales pasan los medios de sujecion 92 y que son verticalmente
mas largos que los agujeros pasantes 94 que pueden formar la otra. En la iluminacién LED al menos una montura
entre la montura 90 superior y la montura 100 inferior puede estar dispuesta para rodear una porcion del borde del
modulo 6 de disipacion de calor. En la iluminacion LED, al menos una montura 90 superior y la montura 100 inferior
pueden funcionar como un asidero que permita que la persona que instala la iluminacién proporcione un servicio
para mantener la iluminacién LED. En la iluminacion LED, al menos una montura entre la montura 90 superior y la
montura 100 inferior puede funcionar como carcasa que proteja el médulo 6 de disipacion de calor.

La montura 90 superior puede presentar una placa 101 superior y unas placas 102 laterales que se incurven hacia
abajo desde la placa 101 superior. La montura 90 superior puede quedar sujeta al dispositivo de suspension 8. La
placa 101 superior de la montura 90 superior puede quedar sujeta al dispositivo de suspension 8. Al menos un
agujero 105 de disipacion de calor puede estar formado a través de la placa 101 superior. Un agujero pasante 106
para el cable a través de la cual pase el cable 112 puede estar formado en la montura 90 superior. El agujero
pasante 106 para el cable puede estar formado en la placa 101 superior de la montura 90 superior. La montura 90
superior puede presentar una pluralidad de placas 102 laterales.

El nimero de monturas 100 inferiores puede ser el mismo que el de las placas 102 laterales de la montura 90
superior. La montura 100 inferior puede incorporar una placa 103 de fondo y una placa 104 lateral incurvada hacia
arriba desde la placa 103 de fondo. La placa 103 de fondo de la montura 100 inferior puede quedar sujeta a la placa
base 2 por medio de unos medios de sujecion 108. La placa 104 lateral de la montura 100 inferior puede quedar
sujeta a la montura 90 superior con la altura ajustable.

Las posiciones de los miembros 92 de sujecidon que pasan a través de los agujeros 96 oblongos pueden depender
del numero de las aletas 64 de disipacién de calor dispuestas en la iluminacion LED, como se muestra en las FIGS.
3 y 4. La distancia entre el extremo 96' superior del agujero 96 oblongo y el miembro 92 de sujecion puede ser
proporcional al numero de las aletas 64 de disipacion de calor. Cuanto mayor sea el numero de las aletas 64 de
disipacion de calor, mas cerca puede estar dispuesta hacia el extremo 96" inferior del agujero 96 oblongo de los
miembros 92 de sujecién, y cuanto menor sea el nimero de las aletas 64 de disipacion de calor, mas cerca pueden
estar dispuesto el extremo 96' superior del agujero 96 oblongo de los miembros 92 de sujecion. Un agujero entre el
agujero 96 oblongo y el agujero 94 pasante puede estar formado en la placa 102 lateral de la montura 90 superior y
el otro puede estar formado en la placa 104 lateral de la montura 100 inferior.

La iluminaciéon LED puede también incluir el convertidor 110 que es un rectificador que convierte la ca en cc. El
convertidor 110 puede estar conectado con el médulo 4 LED por el cable 112. El convertidor 110 puede aplicar una
cc al médulo 4 LED por medio del cable 112. El convertidor 110 puede estar montado sobre la montura 90 superior.
El dispositivo de suspension 110 puede incorporar una placa de fondo sujeta a la montura 90 superior por unos
medios de sujecion 113. La placa de fondo puede incluir una primera placa 114A de fondo que sobresalga
horizontalmente desde un lado de la porcion inferior del convertidor 110 y fijada a la montura 90 superior por los
medios de sujecion 113 y una segunda placa 114B de fondo que sobresalga horizontalmente desde el otro lado de
la porcion inferior y fijada a la montura 90 superior por los medios de sujecion 113. Para el convertidor 110, pueden
disponerse de forma selectiva unos convertidores que ofrezcan diferentes capacidades, dependiendo de la
capacidad de disipacién de calor del médulo 6 de disipacion de calor

La iluminacion LED puede también incluir unos montantes 120 que conecten la placa base 2 y la montura 90
superior. El montante 120 puede presentar una forma cilindrica hueca. Los montantes 120 pueden funcionar como
soportes que soporten la placa base 2 sobre la montura 90 superior. Los montantes 120 pueden funcionar como
pueden hacerlo los soportes conectando la placa base 2 y la montura 90 superior. La carga del médulo 6 de
disipacion de calor y la carga del modulo 4 LED pueden ser aplicadas a la placa base 2 y los montantes 120 pueden
soportar la placa base 2 sobre el montante 90 superior juntamente con el médulo 6 de disipacion de calor y con el
modulo 4 LED. Los montantes 120 pueden estar dispuestos verticalmente en longitud entre el montante 90 superior
y la placa base 2. La porcién inferior de los montantes 120 pueden estar fijados a la placa base 2 y la porcién
superior puede estar fijada al montante 90 superior. La porcion inferior de los montantes 120 puede estar sujeta a la
placa base 2 por unos medios de sujecion (no mostrados). Los medios de sujecion puede estar conectados a la
porcion inferior de los montantes 120 por medio de los agujeros pasantes formados en la placa base 2. La porcion
superior de los montantes 120 pueden estar sujetos a la montura 90 superior por los medios de sujecion 124. Los
medios de sujecion 124 pueden estar conectados a la porcion superior de los montantes 120 por medio de los
agujeros pasantes formados en la placa 101 superior de la montura 90 superior. Los montantes 120 pueden estar
dispuestos entre la placa base 2 y la montura 90 superior y pueden distribuir la carga sobre la placa base 2. Las
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alturas H2 y H4 de los montantes 120 pueden ser proporcional al nUmero de aletas 64 de disipacion de calor sobre
los tubos 62 térmicos. Cuanto mayor sea el nimero de las aletas 64 de disipacion de calor sobre los tubos 62
térmicos, mayor puede ser la altura de los montantes 120 y cuanto mayor sea el ‘'nimero de las aletas 64 de
disipacion de calor sobre los tubos 62 térmicos, menor podra ser la altura.

A continuacion se describe la operacion de la presente invencion que incorpora la configuracion.

En la iluminaciéon LED, a modo de ejemplo, el médulo 4 LED y el médulo 6 de disipacion de calor, estan sujetos a la
placa base 2, la placa base 2 esta sujeta a la montura 90 superior por las monturas 100 inferiores, y la montura 90
superior puede estar sujeta al dispositivo de suspension 8, en el que la carga del médulo 4 LED, del médulo 6 de
disipacion de calor y de la placa base 2 puede ser aplicada al dispositivo de suspension 8 por medio de las monturas
100 inferiores y de la montura 90 superior.

En la iluminaciéon LED, en otro ejemplo, el médulo 4 LED y el médulo 6 de disipacion de calor estan sujetos a la
placa base 2, la placa base 2 esta sujeta a la montura 90 superior mediante los montantes 120, y la montura 90
superior puede estar sujeta al dispositivo de suspension 8, en la que la carga del moédulo 4 LED, el moédulo 6 de
disipacion de calor y la placa base 2 puede ser aplicada al dispositivo de suspension 8 por medio de los montantes
120 y de la montura 90 superior.

En la iluminaciéon LED, en otro ejemplo, el médulo 4 LED y el médulo 6 de disipacion de calor estan sujetos a la
placa base 2, la placa base 2 esta sujeta a la montura 90 superior por los montantes 120 y las monturas 100
inferiores, y la montura 90 superior puede estar sujeta al dispositivo de suspension 8, en la que la carga del médulo
4 LED, el modulo 6 de disipacion de calor y la placa base 2 puede ser aplicada a la montura 90 superior y al
dispositivo de suspension 8 por medio de las montantes 120 y de las monturas 100 inferiores.

La capacidad de disipacion de calor de la iluminacion LED puede depender del nimero de las aletas 64 de
disipacion de calor. Cuanto mayor sea el nimero de aletas 64 de disipacion de calor mayor puede ser la capacidad
de disipacién de calor de la iluminaciéon LED, y cuanto menor sea el nimero de las aletas 64 de disipacion de calor,
menor puede ser la capacidad de disipacion de calor. En la iluminacién LED, con referencia a las FIGS. 3y 4, la
distancia entre la placa base 2 y la montura 90 superior puede ser pequefia cuando el numero de las aletas 654 de
disipacion de calor sea pequefia, y la distancia entre la placa base 2 y la montura 90 superior puede ser mayor
cuando el numero de las aletas 64 de disipacion de calor sea grande. Cuatro aletas 64 de disipacion de calor estan
dispuestas sobre la iluminacion LED mostrada en la FIG. 3, seis aletas 64 de disipaciéon de calor estan dispuestas
en la iluminacion LED mostrada en la FIG. 4, y la capacidad de disipacion de calor de la iluminacién LED con mas
aletas de disposicion de calor puede ser mayor que la capacidad de disipacion de calor de la iluminacion LED con
menos aletas de disipacion de calor.

La capacidad de disipacion de calor de la iluminacion LED puede ser modificada sustituyendo los tubos 62 térmicos,
el convertidor 110 y los montantes 120. Cuando el convertidor 110 es una resistencia variable, tipo control, la
capacidad de disipacion de calor de la iluminacién LED puede modificarse sustituyendo los tubos 62 térmicos y los
montantes 120.

En la iluminacién LED, la placa base 2, las aletas 64 de disipacion de calor, y la montura 90 superior pueden ser
utilizadas en comun, excepto los tubos 62 térmicos, el convertidor 110 y los montantes 120.

En la iluminaciéon LED, como se muestra en la FIG. 3, cuando el numero de las aletas 4 de disipacién de calor sea
pequefio, pueden disponerse los tubos 62 térmicos que tengan una altura H1 pequefa y los montantes 120 que
tengan la pequefa altura H2. Por el contrario, en la iluminacién LED, como se muestra en la FIG. 4, cuando el
numero de las aletas 6 de disipacion de calor sea grande, pueden disponerse los tubos 62' de calor con una altura
H3 (H3 > H1) mayor que la altura de los tubos 62 térmicos de la iluminacién LED mostrada en la FIG. 3, y pueden
disponerse los montantes 120' con la altura H4 (H4 > H2) mayor que la altura de los montantes 120 de la iluminacién
LED mostrada en la FIG 3.

En la iluminaciéon LED, como se muestra en la FIG. 3, cuando el nimero de aletas 4 de disipacion de calor sea
pequefio, pueden disponerse los tubos 62 térmicos con la pequefia altura H1 y las monturas 100 inferiores pueden
quedar sujetas en posiciones elevadas sobre la montura 90 superior. Por el contrario, en la iluminacién LED, como
se muestra en la FIG. 4, cuando el nimero de las aletas 6 de disipacion de calor sea grande, pueden disponerse los
tubos 62' de calor con la altura H3 (H3 > H1) mayores que la altura de los tubos 62 térmicos de la iluminacién LED
mostrada en la FIG. 3, y las monturas 100 inferiores pueden quedar sujetas en posiciones bajas sobre la montura 90
superior.

En la iluminaciéon LED, como se muestra en la FIG. 3, cuando el nimero de aletas 4 de disipacion de calor sea
pequefio, pueden disponerse los tubos 62 térmicos con la pequeia altura H1 y los montantes 120 con la pequefia
altura H2 y las monturas 100 inferiores pueden estar sujetas en posiciones elevadas sobre la montura 90 superior.
Por el contrario, en la iluminaciéon LED como se muestra en la FIG. 4, cuando el niumero de aletas 6 de disipacion de
calor es grande, pueden estar dispuestos los tubos 62' de calor con la altura H3 (H3 > H1) mayor que la altura de los
tubos 62 térmicos de la iluminaciéon LED mostrada en la FIG. 3, pueden disponerse los montantes 120' con la altura
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H4 (H4 > H2) mayor que la altura de los montantes 120 de la iluminacion LED mostrada en la FIG. 3, y las monturas
100 inferiores pueden quedar sujetas en posiciones bajas sobre la montura 90 superior.

La FIG 5 es una vista en seccion transversal de tamafio ampliado que muestra un tubo térmico y unas aletas de
disipacion de calor de otra forma de realizacion de una iluminaciéon LED de acuerdo con la presente invencion.

En la iluminacion LED de la forma de realizacién, los separadores 130 que separan las aletas 64 de disipacion de
calor pueden estar formadas en las porciones 68 de disipacién de calor. La forma de realizaciéon es la misma o
similar en la configuracion y operacion, excepto los separadores 130, que respecto a la forma de realizacién anterior,
de manera que se utilizan las mismas referencias numerales y no se ofrece la descripcion detallada.

Los separadores 120 pueden estar situados entre las aletas 64 de disipacién de calor dispuestas sobre el lado
exterior del lado 68 de disipacion de calor. Los separadores 130 pueden ser anillos. Los separadores 130 pueden
ser unas porciones revestidas de acrilo, la porcién 68 de disipacion de calor puede incorporar un area A de contacto
de las aletas de disipacion de calor que esté en contacto con la aleta 64 de disipacion de calor y un area B de
formacion del separador donde el separador 130 esta formado sin situarse en contacto con la aleta de disipacion de
calor.

La FIG. 6 es una vista en planta d tamafio ampliado que muestra un soporte de tubo térmico de otra forma de
realizacion de una iluminacién LED de acuerdo con la presente invencién, la FIG. 7 es una vista en seccién
transversal tomada a lo largo de la linea C - C mostrada en la FIG. 6, y la FIG 8 es una vista que ilustra un proceso
de combinacién de una placa base y de un soporte de tubo térmico de acuerdo con otra forma de realizacion de una
iluminacion LED de acuerdo con la presente invencion.

En la iluminacion LED de la forma de realizacion, los soportes 70 de tubos térmicos pueden estar sujetos a las
porciones 22 de sujecion formadas de manera integral sobre la placa base 2. El soporte 70 de tubos térmicos puede
estar sujeto a la placa base solo por las porciones 22 de sujecion sin medios de sujecién como por ejemplo pernos o
tuercas. Los soportes 70 de tubos térmicos pueden estar directamente sujetos a la placa base 2 por las porciones 22
de sujecion. Del soporte 70 de los tubos térmicos esta sujeto a la placa base 2, las porciones 22 de sujecion pueden
presionar el soporte 70 de tubos térmicos sobre la placa base 2 al tiempo que quedan situadas a través del soporte
70 de tubos térmicos. La porcién 22 de sujecion puede presionar el soporte 70 de tubos térmicos sobre la placa base
2 alrededor del soporte 70 de tubos térmicos, sin que pase a través del soporte 70 de tubos térmicos.

En la descripcion siguiente, se parte de la base de que la porcion 22 de sujecidn pasa a través del soporte 70 de
tubos térmicos y un agujero pasante 72 para pasar la porciéon 22 de sujecion esta formado en el soporte 70 de tubos
térmicos. La porcidon 22 de sujecion puede fijar el soporte 70 de tubos térmicos a la placa base 2 pasando a través
del agujero pasante 72 del soporte 70 de tubos térmicos.

El soporte 70 de tubos térmicos puede incorporar una porcién 74 de soporte que cubra una porcion del tubo 62
térmico junto con la placa base 2 y una porcion 76 fija formada de manera integral con la porcion 74 de soporte y fija
a la porcion 22 de sujecion. El soporte 70 de tubos térmicos puede incorporar una porcion 74 de soporte y una
porcioén 76 fija o puede incorporar una porcién 74 de soporte y una pluralidad de porciones 76 fijas. En el soporte 70
de tubos térmicos, una primera porcion 76A fija puede estar formada en un lado de la porcion 74 de soporte y una
segunda porcion 76B fija puede estar formada en el otro lado de la porcién 74 de soporte. En la descripcion que
sigue, se parte de la base de que la porcion 76 fija se describe para la configuracion comun de la primera porcion
76A fija y la segunda porcion 76B fija, cuando se describen de forma separada, la primera porcion 76A fija y la
segunda porcién 76B fija son discriminadas. La porcién 74 de soporte puede cubrir una porcién de la circunferencia
exterior del tubo 62 térmico. La porciéon 74 de soporte puede cubrir una porciéon de la porcién 66 de absorcion de
calor del tubo 62 térmico. La porcion 74 de soporte puede ser redondeada con una seccion transversal semicircular
0 una seccion transversal eliptica. La porcién 76 fija puede estar conformada como una placa y un lado de la porciéon
76 fija puede estar en contacto superficial con la placa base 2. La superficie, que da cara a la placa base 2, de la
porcion fija 76 puede estar en contacto superficial con la placa base 2. La superficie, que no da cara a la placa base
2, de la porcién 76 fija puede no estar en contacto con la parte superior de la placa base 2. El agujero pasante 72
puede estar formado en la porcién 76 fija, no en la porcion 74 de soporte. Una pluralidad de agujeros pasantes 72
puede estar formada en la porcion 76 fija y una pluralidad de porciones 22 de sujecion puede estar sujeta a las
porciones 76 fijas.

Las porciones 24 de paso de los agujeros pasantes que pasan por los agujeros pasantes 72 pueden sobresalir sobre
la placa base 2. Las porciones 26 presionantes que presionan los soportes 70 de los tubos térmicos sobre la placa
base 2 pueden sobresalir de las porciones 24 de paso de los agujeros pasantes. La porcion 24 de paso de los
agujeros pasantes y la porcion 26 presionante pueden formar la porcion 22 de sujecion formada de manera integral
sobre la placa base 2.

La porcion 24 de paso de los agujeros pasantes pueden sobresalir en direccion opuesta al médulo 4 LED. La porcion
22 de paso de los agujeros pasantes pueden sobresalir en la direccion opuesta al modulo 4 LED, sobre la parte
superior de la placa base 2. La porcién 22 de paso de los agujeros pasantes puede tener forma cilindrica y forma
cilindrica poligonal.
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La porcién 26 presionante puede sobresalir en contacto con la parte superior 70A del soporte 70 de tubos térmicos.
La porcién 26 presionante puede sobresalir en paralelo con la parte superior 2A de la placa base 2, por encima de la
porcién 24 de paso de los agujeros pasantes. La parte superior 2A de la placa base 2 puede ser la porcidn, excepto
la porcion 24 de paso de los agujeros pasantes y la porcion 26 presionante en la parte superior de la placa base 2.
La porcién 26 presionante puede ser una porcién de contacto con la que la parte superior 2A de la placa base 2
esté en contacto. La porcion 26 presionante puede funcionar como un escalén de bloqueo en el que la placa base 2
esté verticalmente bloqueada. La porcién 26 presionante puede tener un escalén T desde la parte superior 2A de la
placa base 2. La porcidon 26 presionante debe cubrir una porcién de la parte superior 70A del soporte 70 de los tubos
térmicos. La porcién 26 presionante puede tener un mayor tamafo que el agujero pasante. Esto es, el tamafo S1 de
la porcion 26 presionante puede ser mayor que el tamafio S2 del agujero pasante 72. La porcion presionante de la
porcién 22 de sujecion puede ser formada formando un primer saliente sobre la placa base 2 presionando una
porcién de la placa base 2 y deformando el saliente aplicando una presién, en la que un espacio D con la parte
superior y el lateral cerrado y el fondo abierto puede estar formado por debajo de la porcion 24 de paso de los
agujeros pasantes de la placa base 2. La placa base 2 puede estar dividida en la porcion 22 de sujecion y una
porcién 2B de placa mediante la porcién en la que la porcion 24 de paso de los agujeros pasantes sobresale de la
placa base 2. La porcion 2B de placa puede ser la porcion excepto la porcion 24 de paso de los agujeros pasantes y
la porcion 26 presionante de la placa base 2 y puede ser una porcion no saliente. El espacio D puede formarse en la
porcién 2B de placa y puede formarse con el fondo abierto en la porcion 2B de placa. La porcién 26 presionante
puede restringir la separacion del soporte 70 de tubos térmicos al tiempo que esta separada de la parte superior 2A
de la porcién 2B de placa.

La porcion 22 de sujecion puede estar formada mediante un remachado, y en la descripcion que sigue, se parte de
la base de que la porcion 22 de sujecidon es una porcion 22 remachada y se utilizan los mismos numeros de
referencia.

Las porciones 22 remachadas que fijan los soportes 70 de los tubos térmicos a la placa base 2 pueden estar
formadas sobre la placa base 2. La porcién 22 remachada puede sobresalir por el lado opuesto al médulo 4 LED. La
porcién 22 remachada puede sobresalir por un escalén T de la parte superior de la placa base 2. La porcién 22
remachada puede sobresalir por un escalén T desde la parte superior 2A de la porcion 2B de placa. La porcion 22
remachada puede cubrir una porcion de la parte superior 70A del soporte 70 de tubos térmicos. Una pluralidad de
porciones 22 remachada puede estar separada en la direccion L2 paralela con la direccion L1 de longitud de los
soportes 70 de los tubos térmicos. Una separacion D con la parte superior y el lado cerrado y el fondo abierto puede
estar formado por debajo de la porcién 22 remachada de la placa base 2.

La FIG. 8 es una vista que ilustra un proceso de combinacion de una placa de base y un soporte de tubos térmicos
de acuerdo con otra forma de realizaciéon de una iluminacion LED de acuerdo con la presente invencion

La FIG. 8A es una vista en seccioén transversal cuando se forma un saliente 22' sobre la placa base 2. La FIG 8B es
una vista en seccioén transversal cuando el soporte 70 de tubos térmicos esta asentado sobre la placa base, en la
que el saliente 22' pasa a través del agujero pasante 72 del soporte 70 de tubos térmicos. La FIG. 8C es una vista
en seccion transversal cuando el saliente 22' se deforma mediante remachado y la porcidon 26 presionante presiona
el soporte 70 de tubos térmicos. El saliente 22' mostrado en las FIGS. 8A y 6B puede formarse dentro de la porcion
presionante con el ancho de la parte superior deformada.

Por otro lado, un procedimiento de fabricacién de una iluminaciéon LED, como se muestra en la FIG. 8A, puede incluir
un escalén presionante que forme el saliente 22' presionando una porcién de la placa base 2 con una prensa. El
procedimiento de fabricacién de una iluminaciéon LED puede incluir un escalén de asiento de soporte de los tubos
térmicos que dispone el saliente 22' a través del agujero pasante 72 del soporte 70 de tubos térmicos al tiempo del
asiento del soporte 70 de tubos térmicos sobre la placa base 2. El procedimiento de fabricaciéon de una iluminacién
LED puede incluir una tapa de remachado que remache el saliente 22' presionandolo. En la etapa de remachado, el
saliente 22' puede deformarse dentro de la porcién 26 presionante que cubre una porcion de la parte superior 70A
del soporte 70 de tubos térmicos mientras que la parte superior se expande, y el soporte 70 de tubos térmicos queda
restringido en un desplazamiento hacia abajo, un desplazamiento vertical y un desplazamiento horizontal mediante
la porcion 2B de placa, la porcion 26 presionante y la porcion 24 de paso del agujero pasante, respectivamente.

En la iluminacion LED cuando la placa base 2 y el soporte 70 de tubos térmicos se combinan se produce un espacio
libre, a través del cual fluye hacia dentro agua o sustancias extrafias, entre la porcién 22 de sujecion y la porcion 2B
de placa y agua o sustancias extrafias sobre la parte superior 2A de la placa base 2 no pueden fluir dentro del
modulo 4 LED a través de la placa base 2, de forma que puede mejorarse la capacidad de estanqueidad de la
iluminacion LED.

Debe entenderse que la presente invenciéon no esta limitada a las formas de realizacion y que puede ponerse en
practica de diversas maneras dentro del alcance de la presente invencion.

Lista de formas de realizaciéon
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1.- Una iluminacién LED que comprende:
una placa base;
un modulo LED dispuesto por debajo de la placa base;

una pluralidad de tubos térmicos que presenta una porcion de absorcion de calor en contacto con
la placa base y una porcién de disipacion de calor que se incurva desde la porcién de absorcion de
calor;

una pluralidad de aletas de disipacion de calor separadas entre si sobre las porciones de
disipacion de calor; una montura superior sujeta a un dispositivo de suspension; y

unos montantes que conectan la placa base y la montura superior.

2.- La iluminaciéon LED de la forma de realizacién 1, en la que los montantes estan sujetos a la montura
superior mediante unos medios de sujecion.

3.- La iluminacién LED de la forma de realizacion 1, en la que las alturas de disipacion de calor y del
montante son proporcionales al nimero de las aletas de disipacion de calor.

4.- La iluminaciéon LED de la forma de realizacion 1, que comprende ademas unas monturas inferiores
sujetas a la placa base y sujetas a la montura superior con la altura ajustable.

5.- La iluminacién LED de la forma de realizacion 1, que comprende ademas un convertidor dispuesto sobre
la montura superior y conectado con el médulo LED por un cable.

6.- La iluminacién LED de la forma de realizacion 5, en la que la montura superior presenta un agujero
pasante para cable a través del cual el cable pasa.

7.- La iluminacién LED de la forma de realizaciéon 1, en la que un separador que separa las aletas de
disipacion de calor esta formado en la porcién de disipacion de calor.

8.- La iluminacién LED de la forma de realizacion 1, que comprende unos soportes de tubos térmicos que
cubren al menos parcialmente las porciones de absorcién de calor,

en la que las porciones remachadas que fijan los soportes de tubos térmicos a la placa base estan
formados de manera integral en la placa base.

9.- Lailuminacién LED de la forma de realizacién 8, en la que la porcidon remachada sobresale en direccion
opuesta al médulo LED.

10.- Una iluminacién LED que comprende:
una placa base;
un modulo LED dispuesto por debajo de la placa base;

una pluralidad de tubos térmicos que presenta una porciéon de absorcién de calor que esta en
contacto con la placa base y una porcién de disipacion de calor que se incurva desde la porcion de
absorcion de calor;

una pluralidad de aletas de disipacion de calor separadas entre si sobre las porciones de
disipacion de calor; una montura superior sujeta a un dispositivo de suspension; y

unas montantes superiores sujetas a la placa base y sujetas a la montura superior con la altura
ajustable.

11.- La iluminaciéon LED de la forma de realizacion 10, en la que los agujeros pasantes a través de los
cuales pasan los medios de sujecion estan formados en una montura cualquiera entre la montura superior y
las monturas inferiores, y unos agujeros oblongos a través de los cuales pasan los medios de sujecion y
que son verticalmente mas largos que los agujeros pasantes de lo que estan formados los agujeros
pasantes en la otra.

12.- La iluminacién LED de la forma de realizacion 11, en la que la posicion de los medios de sujecion que
pasan a través de los agujeros oblongos depende del nimero de las aletas de disipacion de calor.

13.- La iluminacién LED de la forma de realizacion 11, en la que la distancia entre el extremo superior del
agujero oblongo y el medio de sujecion es proporcional al nUmero de aletas de disipacion de calor.
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14.- La iluminacién LED de la forma de realizacion 11, en la que la montura superior presenta una placa
superior y unas placas laterales que se incurvan hacia abajo desde la placa superior,

la montura inferior presenta una placa de fondo y una placa lateral que se incurva hacia arriba desde la
placa de fondo, y

uno de los agujeros oblongos y de los agujeros pasantes esta formado en las placas laterales de la montura
superior y el otro esta formado en las placas laterales de las monturas inferiores.

15.- La iluminacion LED de la forma de realizacion 14, en la que al menos un agujero de disipacion de calor
esta formado en la placa superior.

16.- La iluminacién LED de la forma de realizacién 10, en la que la montura superior presenta una pluralidad
de placas laterales y el nimero de las monturas inferiores es el mismo que el nimero de las placas
laterales de la montura superior.

17.- Una iluminacién LED que comprende:
una placa base;
un modulo LED dispuesto por debajo de la placa base;
una pluralidad de aletas de disipacion de calor; y

unos tubos térmicos que presentan una porcién de absorcién de calor que esta en contacto con la
placa base y unas porciones de disipacion de calor que estan en contacto con las aletas de
disipacion de calor,

en la que un separador que separa las aletas de disipacién de calor esta formado en la porcién de
disipacion de calor.

18.- La iluminacion LED de la forma de realizacién 17, en la que el separador esta dispuesto entre las aletas
de disipacion de calor, sobre el lado exterior de la porcién de disipacién de calor.

19.- Una iluminacién LED que comprende:
una placa base;
un modulo LED dispuesto por debajo de la placa base;
unas aletas de disipacion de calor;

unos tubos térmicos que presentan una porcién de absorcién de calor que esta en contacto con la
placa base y una porcion de disipacion de calor que esta en contacto con las aletas de disipacion
de calor; y

unos soportes de los tubos térmicos y que al menos parcialmente cubren las porciones de
absorcion de calor,

en la que las porciones remachadas que fijan los soportes de los tubos térmicos a la placa base estan
formadas de manera integral en la placa base.

20.- La iluminacién LED de la forma de realizacion 19, en la que la porcidon remachada sobresale en
direccién opuesta al médulo LED.

21.- La iluminacién LED de la forma de realizacién 19, en la que la porcién remachada sobresale con un
escaldn desde la parte superior de la placa base.

22.- La iluminacion LED de la forma de realizacion 19, en la que la porcién remachada cubre una porcién de
la parte superior del soporte de tubos térmicos.

23.- Lailuminacion LED de la forma de realizacién 19, en la que las porciones remachadas estan separadas
en la direccion paralela con la direccion longitudinal de los soportes de los tubos térmicos.

24.- La iluminacién LED de la forma de realizacién 19, en la que la porciéon la placa base presenta un
espacio con la parte superior y el lado cerrado en el fondo abierto, por debajo de la porcién remachada.
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REIVINDICACIONES
1.- Una iluminacién LED que comprende:
una placa base (2);
un modulo (4) LED dispuesto por debajo de la placa base (2);

una pluralidad de tubos (62; 62') térmicos que presenta una porcion (66) de absorcion de calor que esta en
contacto con la placa base (2) y una porcion (68) de disipacion de calor que esta incurvada desde la porcion
(66) de absorcion de calor;

una pluralidad de aletas (64) de disipacion de calor separadas entre si sobre las porciones (68) de
disipacion de calor;

una montura (90) superior sujeta a un dispositivo de suspension (8); y
unos montantes (120; 120') que conectan la placa base (2) y la montura (90) superior,
caracterizada porque

la iluminacion LED comprende ademas unas monturas (100) inferiores sujetas a la placa base (2) y sujetas a la
montura (90) superior,

en la que una distancia entre las monturas (100) inferiores y la montura (90) superior es ajustable.

2.- La iluminacion LED de la reivindicacion 1, en la que las monturas (120; 120') estan sujetas a la montura (90)
superior por unos medios de sujecion.

3.- La iluminacion LED de la reivindicaciéon 1 o 2, en la que las monturas (120; 120') estan dispuestas verticalmente
en longitud entre la montura (90) superior y la placa base (2).

4.- La iluminacién LED de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en la que la porcién inferior de los montantes
(120; 120') esta fijada a la placa base (2).

5.- La iluminacion LED de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en la que las alturas de la porcién (68) de
disipacion de calor y del montante (120; 120') son proporcionales al niumero de las aletas (64) de disipacion de calor.

6.- La iluminacion LED de la reivindicacion 1, en la que los agujeros pasantes (94) a través de los cuales pasan los
medios de sujecion (92) estan formados en una montura cualquiera entre la montura (90) superior y las monturas
(100) inferiores, y unos agujeros (96) oblongos a través de los cuales pasan los medios de sujecion (92) y que son
verticalmente mas largos que los agujeros pasantes (94) que estan formados en la otra de las monturas.

7.- La iluminacion LED de la reivindicacion 6, en la que la montura (90) superior presenta una placa (101) superior y
unas placas (102) laterales que se incurvan hacia abajo desde la placa (101) superior,

una montura (100) inferior presenta una placa (103) de fondo y una placa (104) lateral que se incurva hacia arriba
desde la placa (103) de fondo, y

uno de los agujeros (96) oblongos y de los agujeros (94) pasantes esta formado en las placas (102) laterales de la
montura (90) superior y el otro esta formado en las placas (104) laterales de las monturas (100) inferiores.

8.- La iluminacion LED de la reivindicaciéon 7, en la que al menos un agujero (105) de disipaciéon de calor esta
formado en la placa (101) superior.

9.- La iluminacion LED de la reivindicacion 7 u 8, en la que la montura (90) superior presenta una pluralidad de
placas (102) laterales y el numero de las monturas (100) inferiores es el mismo que el nimero de las placas (102)
laterales de la montura (90) superior.

10.- La iluminacion LED de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, que comprende ademas un convertidor
(110) dispuesto sobre la montura (90) superior y conectado con el médulo (4) LED por un cable (112).

11.- La iluminacion LED de la reivindicaciéon 10, en la que la montura (90) superior presenta un agujero pasante
(106) para cable a través del cual el cable (112) pasa.

12.- La iluminacién LED de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, en la que un separador (130) que separa
las aletas (64) de disipacion de calor esta formado en la porcion (68) de disipacion de calor.

13.- La iluminacion LED de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, que comprende unos soportes (70) de
tubos térmicos que cubre al menos parcialmente las porciones (66) de absorcion de calor, en la que las porciones
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(22) remachadas que fijan los soportes (70) de tubos térmicos a la placa base (2) estan formadas de manera integral
en la palca base (2).

14.- La iluminacion LED de la reivindicacion 13, en la que la porcion (22) remachada sobresale en direccion opuesta
al médulo LED.
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Fig. 4
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Fig. 6
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Fig. 7
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